
二零零三年五月十二日  
討論文件  
 
 
 

立法會工商事務委員會  
集成電路設計發展  

 
 
 

目的  
 
 
  本文件旨在：  
 

(a) 告知議員當局在支援香港集成電路設計發展方面所

採取的行動；以及  
 

(b) 簡介當局透過創新及科技基金，資助香港科技園公

司 (科技園公司 )成立集成電路開發支援中心的建議。 
 
 
背景  
 
2.  香港特別行政區政府的政策，是引領香港成為以知

識為本的科技密集型經濟體系，而推動創新及科技正是這項

政策的基石。因此，我們一直支持和協助本港企業進行研究

發展、積極推動創新，以及使其服務增值。  
 
3.  正如在《二零零三年施政綱領》所公佈，我們在促

進科技發展時，主要的工作是推動香港具備競爭優勢的多個

範疇，其中包括但不局限於集成電路設計。集成電路設計因

應下列因素而於香港展現良好的發展潛力：  
 
 (a) 無論在香港或珠江三角洲，我們都有一個由根基雄

厚的電子業所形成強大的基本需求；  
 
 (b) 我們在周邊地區，均有良好的支援諸如生產設施及

代工廠等；  
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 (c) 我們從培訓方面到中小型集成電路設計公司，都是

擁有相當不錯的設計能力和發展勢頭；及  
 
 (d) 香港擁有良好的知識產權保護制度，對以知識為本

的工業如集成電路設計，尤為重要。  
 
 
集成電路設計及電子業  
 
4. 在香港出口商品當中，以電子業的出口貨值最高。

在二零零二年，香港電子商品的出口貨值比二零零一年增加

了 13.4%，達到 6,100 億港元，佔該年香港整體出口貨值的

39.1%。  
  
5.  在電子業的整個製造流程中，由集成電路設計、測

試、晶圓加工、裝配、封裝，以至設備生產和銷售，集成電

路設計是其中極重要和高增值的一環。集成電路設計支援電

子業，除了是半導體產業的一環以外，本身也自成一行業。

集成電路的科技基本上是將電子元件及其連接電路微型化

至以半導體物料 (例如矽 )製成的小薄片 (即晶片 )之上。集成電

路設計就是指設計這些微型電路系統，其應用範圍甚廣，包

括電腦、電話、計算機、手錶、個人數碼助理、玩具、遙控

器、警報系統及電視等。根據業界估計，二零零二年亞太區

的半導體產業巿值為 573 億美元 (當中內地／香港佔 40%)，
並可能於二零零四年上升至 854 億美元 (當中內地／香港佔

43%)。  
 
6.  集成電路的智能成份取決於其設計。而集成電路設

計是以知識為本的產業，經精心設計的集成電路可為製成品

大大增值。不過，集成電路設計產業亦是資本密集的行業，

需要大量投資，對許多本地規模比較小的中小型集成電路設

計公司想進軍這個行業，造成障礙。目前，香港電子生產商

的集成電路主要元件，大多外判由海外供應商提供。要提升

本港產品的設計水平和創新意念，香港的電子業必須能夠掌

握集成電路設計這門核心科技。香港工業總會及香港電子業

商會亦進行過研究，其報告皆指出，如果本地有更強大的集

成電路設計產業，香港電子業的發展潛力將會非常巨大。  
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7.  美國、日本和台灣均為世界集成電路設計的領導

者。內地亦積極投入集成電路設計，計劃成立十個國家級集

成電路設計園，園內的公司可享有免稅期、退稅等優惠及其

他如低租金等支援。台灣對當地的集成電路設計和半導體產

業的支援可追溯至一九七零／八零年代。當時，當地政府向

其工業技術研究院提供撥款，以建立台灣本身的集成電路設

計和生產能力，並且成立一所代工廠，催生培育數以百計的

“無晶圓 ”集 成電路設計公司。日本是亞洲首個從事高檔集

成電路設計或半導體產業的國家。最近，日本的五大電子企

業宣布聯手參與一個由政府支援的項目，開發厚度只有 0.1
微米的超小型高性能半導體，不但可縮減電路的面積，而且

更能提升電路的處理速度。至於美國，私營機構致力進行所

需的研究發展工作，以提升其晶片科技，著名的例子為國際

商業機器 (IBM)及英特爾 (Intel)等業內翹楚。  
 
 
香港特區政府對集成電路設計發展的支援  
 
8.  香港特區政府就培訓人才和提供基礎設施，推行多

項計劃，以滿足業界的需求。本地多家大學都有開辦電機及

電子工程與物理學等學位課程，而其中一家大學更快將開辦

專攻集成電路設計的兩年兼讀理學碩士課程。在技術培訓方

面，職業訓練局亦有提供集成電路設計的訓練。 

 

9.  截至二零零三年第一季度為止，我們已透過創新及

科技基金資助了 64個有關電機及電子工程的項目，批出共

2億 700萬港元的撥款。獲資助項目的範圍，包括設計具備

特定功能的集成電路，以至設立支援設計集成電路的基礎設

施。舉例而言，一家獲創新及科技基金資助的集成電路設計

公司，成功為一家大規模的遙控器製造商開發出系統晶片方

案。科學園亦以電子為其主要發展的四大目標科技組群之

一。我們認為應繼續憑藉本身穩建的基礎和本地電子業的優

勢，為本地孕育更多高增值的集成電路設計活動，藉此為香

港帶來更大的經濟效益。 
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建議 

 

10.  科技園公司最近建議在科學園成立集成電路開發支

援中心。科學園是朝 四個科技組群而發展，當中包括電

子。至今年二月底為止，科技園公司已分別批准了 25 個租

戶及 8 間培育公司進入科學園。當中有 16 間公司屬於電子

業範疇，而其中部份更為專長於集成電路設計的公司。加上

科學園現正設立的集成電路設計支援設施﹝包括電腦輔助

設計工具、軟件和支援人員﹞，建議設立的中心旨在為集成

電路設計公司由設計以至製作完成提供一站式的全面服

務。中心所提供的服務包括： 

 

(a) 探測及測試開發服務：中心會設有先進的測試系統，

以測驗軟硬件設計並糾正其錯誤； 

 

(b) 可靠性測試及產品分析服務：中心會提供集成電路可

靠性測試及產品分析服務；以及  
 

(c) 多項目晶圓片定期代工服務：這是指製作光罩的程

序。一般來說，單一用家的設計數目不多，因此製

作光罩的成本也相對高昂。有見及此，該中心會提

供“結集式 ”光罩製作的服務，晶圓代工服務使一

套光罩可處理最多 16 款不同設計，因此使用者只需

負擔光罩總成本的十六分之一，便能使用這項服務。 

 

11.  該中心的目標客戶包括科學園的租戶、參與科技園

公司培育計劃的公司、以香港為業務基地的集成電路設計公

司，以及科技園公司的其他策略伙伴。科技園公司預計，透

過共用集成電路設計、晶圓片定期代工、測試開發、可靠性

及產品分析等的設施，以及以使用時間為本的收費模式，最

終用戶可望把新產品的開發成本和研製周期時間減省達六

成。 

 

12.  當該中心全面運作後，可望在成本及科技知識方

面，協助業界降低從事集成電路設計和開發工作的障礙，和

促進在香港無晶圓集成電路設計產業的投資。中心亦鼓勵更

多電子製品生產商投資開發自己設計的集成電路，為其產品
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增值，更可將其產品的知識產權，收納於集成電路的設計

中。這樣也可以吸引無晶圓集成電路設計公司在香港開展業

務。 

 

13.  科技園公司建議項目的詳情載於附件。 

 

14.  創新及科技基金電子項目評審委員會考慮過這個建

議，並有以下意見： 

 

(a) 科技園公司在建議中提供集成電路設計的價值鏈內

若干所需的支援和服務（如以上第十段所述），有助

進一步增強香港現有的優勢，讓集成電路設計帶來

更大的經濟效益；以及 

 
(b) 建議內的項目小組成員在集成電路設計方面有優秀

的往績，經驗豐富，對業界的需要瞭如指掌，並擁

有良好的網絡，有助成功完成這個申請項目。此外，

建議項目亦獲業界的支持。 

 
15.  創新及科技基金電子項目評審委員會總結認為，建

議成立的集成電路開發支援中心可以促進業界的科技發

展，讓香港電子業受惠。此外，該項目亦有助增強電子業的

競爭力，帶動本港整體的經濟利益。因此，該評審委員會支

持成立建議的中心，及透過創新及科技基金撥款資助成立該

中心在首年所需的費用。 

 

16.  建議成立的集成電路開發支援中心預計在成立和運

作的第一年內，需要 7,260 萬元去敷設平台設備和聘用人

手。所需的 7,260 萬元來源如下： 

 

(a) 科技園公司獲業界贊助 1,130 萬元；  
  

(b) 中心預期在此一年期間，可透過向使用共用設施收

費，帶來約 340 萬元的少量收入；以及  
 

(c) 向創新及科技基金申請的撥款淨額為 5,790 萬元。  
 

此外，科技園公司將會提供必要的技術支援和服務，包括培
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訓服務，和中心在成立首年以後，硬件的維修保養以及聘用

職員維持中心的運作。科技園公司會負責中心的經常性運作

開支，在首三年的承擔額合計約為 5,790 萬元。中心主要靠

由提供共用設施和服務去收取費用來抵消其運作成本，預期

可自第四年起能以財政自給的形式經營。 

 

 

未來路向 

 

17.  由於這項目向創新及科技基金申請資助的撥款額超

逾 1,500 萬元，即工務計劃丁級工程項目的撥款上限﹝目前

為 1,500 萬元﹞，所以我們必須得到財務委員會的批准。如

議員並無異議，我們將於二零零三年六月要求財務委員會批

准有關撥款。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工商及科技局 

二零零三年五月 
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附件  

 

科技園公司的集成電路開發支援中心建議  

 
 

科技園公司的建議  

 
1. 項目名稱  
 
 成立香港集成電路開發支援中心  
 
 
2. 項目簡介  
 

這項目的目的，是在香港科學園內成立香港集成電路開

發支援中心，從而為從事集成電路開發的公司提供一站式的

服務。集成電路是高增值電子業中最為重要的技術基礎。這

中心設有完善的基礎設施及共用的支援服務，以點對點的方

式，為以香港為基地的公司提供集成電路產品開發周期所需

的支援。因此，中心可為本港的電子製成品製造商提供支

援，亦可吸引國際集成電路設計公司來港發展。  
 
 
3. 目標  
 

由於本地開發集成電路元件的能力仍有可提升空間，本

地電子業在打進高增值市場時面對困難。  
 
 目前，香港的電子製造商的集成電路主要元件，大多外

判由海外供應商提供。因此，該等集成電路主要元件的知識

產權多受這些供應商所控制。  
 
 此項目的主要目的，是成立集成電路開發支援中心，讓

以香港為基地的集成電路公司共用中心服務，從而促進本港
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集成電路設計及開發行業的發展。中心內設有優質的基礎設

施，使集成電路開發的周期時間和成本可大大減少，並可為

本港及珠江三角洲的電子製造商供應集成電路主要元件。此

外，中心亦可有助集成電路設計公司盡量減少成立初期所需

的資本。  
 
 
4. 成果  
 
 集成電路開發支援中心將會提供的服務包括：  
 
 探測及測試開發服務：設有先進的自動測試設備、晶圓

處理工具及射頻設備等共用設施；  
 
 可靠性測試服務：設有集成電路壽命及環境測試等共用

設施；  
 
 集成電路產品分析服務：設有可支援混合信號 /射頻 /模擬

信號集成電路開發所需的先進測量及分析儀器，並足以

支援 0.13 微米 /次微米測定及電路編輯技術；以及  
 
 多項目晶圓片定期代工服務：讓 16 個產銷商可共用一套

光罩處理其設計，從而減低晶圓片代工的成本。  
 
 
5. 預算  (由二零零三年九月一日至二零零四年八月三十一日 ) 

 
 

             總額  
 5.1 支出  
  職員薪金  

(包括 1 名中心經理、6 名測試工程師、8 名實

驗所技術員及 1 名管理人員 ) 

$6,144,000 

  機器設備  
 

$55,371,000 

  探測及測試開發中心  (27,476,000) 
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可靠性測試  

集成電路產品分析  

(8,482,000) 

(19,413,000) 

  其他直接成本  
(包括硬件租用費、消耗零件、市場推廣費用 ) 

$11,119,000 

小計：  $72,634,000 

 5.2
. 
贊助款額  

小計：  $11,335,000 

 5.3
. 
向創新及科技基金申請的撥款實額  

支出總額  
 

贊助總額  
 

收入總額  申請撥款實額  
 

$72,634000 $11,335,000 $3,440,000 $57,859,000 

 
 
 


